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SOT-363 塑封封装双NPN 半导体三极管。 
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与 BRD8550WS互补。无卤产品。 
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用于功率放大电路。 
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说明： 

：  为“1”脚 

+：� � 为公司代码�

Y1：      为型号代码 

�：� � 为 hFE分档代码�

***:  为生产批号代码，随生产批号变化 
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回流焊温度曲线图-无铅/	 	 �	 	 Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free) 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明：� � � � � � � � � � � ��	���


、预热温度 
)�～
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�、峰值温度 �0)±)℃，时间持续为 )±��)���F� � �����#� ������0)±)℃D�'.��	����)±��)�����

!、焊接制程冷却速度为 �～
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包装规格	 	 �	 	 (��#�$� $	�(
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卷盘包装� � �� � �11C�
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Units/Reel 
只/卷盘 

Reels/Inner Box 
卷盘/盒 

Units/Inner Box 
只/盒 

Inner Boxes/Outer Box 
盒/箱 

Units/Outer Box 
只/箱 Reel Inner Box � Outer Box � 

SOT-363 3,000 10 30,000 6 180,000 7〞×8 180×120×180 390×385×205 
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